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SPOROCILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU
EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

EVROPSKA STRATEGIJA ZA MIKRO- IN NANOELEKTRONSKE
KOMPONENTE IN SISTEME

1. Uvob

Mikro- in nanoelektronski komponente ter sistemi' niso bistveni samo za digitalne proizvode
in storitve, temve¢ spodbujajo tudi inovativnost in konkurenco v vseh najpomembnejSih
gospodarskih sektorjih. Danasnji avtomobili, letala in vlaki so varnejs$i, energijsko
ucinkovitejsi in udobnejsi zaradi svojih elektronskih delov. Enako velja za velike sektorje, kot
so medicinska in zdravstvena oprema, gospodinjski aparati, energijska omreZzja in varnostni
sistemi. Zato je mikro- in nanoelektronika klju¢na omogo¢itvena tehnologija (KET)® ter je
bistvena za rast in delovna mesta v Evropski uniji (EU).

V tem sporoCilu je doloc¢ena strategija za krepitev konkuren¢nosti in sposobnosti rasti
industrije mikro- in nanoelektronike v Evropi. V skladu s posodobljeno industrijsko politiko’
si zeli Evropa ostati vodilna pri oblikovanju in proizvodnji teh tehnologij ter to izkoristiti v
prid celotnemu gospodarstvu.

Strategija obsega instrumente politike na regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU, vklju¢no
s financno podporo raziskavam, razvoju in inovacijam (RRI), dostopom do kapitalskih nalozb
(CAPEX) ter izboljsanjem in boljSo uporabo zadevne zakonodaje. Strategija temelji na
prednostih® Evrope in regionalnih grozdih odli¢nosti. Zajema celotno vrednostno verigo od
proizvodnje materialov in opreme do oblikovanja in mnozi¢ne proizvodnje mikro- in
nanoelektronskih komponent in sistemov.

Zaradi pomena, ki ga ima to podrocje, in izzivov, s katerimi se soocajo delezniki v EU, so
potrebni nujni in drzni ukrepi, da v evropskih inovacijah in vrednostnih verigah ne bo Sibkega
¢lena. Glavni poudarek je na:

. pritegnitvi in usmerjanju nalozb v podporo evropskemu nacértu za vodilno
industrijsko vlogo v mikro- in nanoelektroniki;

J vzpostavitvi mehanizma na ravni EU, ki bo zdruZeval in podporo osredotocal na RRI
v mikro- in nanoelektroniki v drzavah ¢lanicah, EU in zasebnem sektorju;

. sprejemanju ukrepov za krepitev evropske konkuren¢nosti, da se zagotovi globalna
enakost konkuren¢nih pogojev pri drzavnih pomoceh, podpre poslovni razvoj ter
mala in srednje velika podjetja ter odpravi pomanjkanje spretnosti.

V tem sporocilu ,,mikro- in nanoelektronika“ obsega vse od nanotranzistorjev do mikrosistemov, ki
zdruzujejo vec¢ funkcij v enem Cipu.

: COM(2012) 341 final.

COM(2012) 582 final ,,Moc¢nejsa evropska industrija za rast in ozivitev gospodarstva‘

Npr. elektronika za avtomobile, energetika in predelovalne dejavnosti
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2. Z.AKAJ JE MIKRO- IN NANOELEKTRONIKA BISTVENA ZA EVROPO?

2.1. Pomembna industrija z znatnimi moZnostmi za rast in obseZnim gospodarskim
odtisom

Mikro- in nanoelektronika podpira znaten del svetovnega gospodarstva. Njena vloga bo vedno
bolj pomembna, saj bodo prihodnji proizvodi in storitve vedno bolj digitalizirani, kot je
prikazano spodaj.

J Svetovni promet samo Vv tem sektorju je leta2012 znaSal priblizno
230 milijard EUR’. Vrednost proizvodov, ki vsebujejo mikro- in nanoelektronske
komponente, je na svetovni ravni znas$al priblizno 1 600 milijard EUR.

J Kljub finan¢nim in gospodarskim udarcem v zadnjem casu je od leta 2000 rast
svetovnega trga mikro- in nanoelektronike znasala 5 % letno. Za preostala leta tega
desetletja je napovedana nadaljnja rast, ki naj bi bila vsaj tako visoka.

J Hitrost ustvarjanja inovacij na tem podroc¢ju je eno glavnih gonil visokih stopenj rasti
v celotnem digitalnem sektorju, ki je danes na svetovni ravni skupno vreden
priblizno 3 000 milijard EUR.°

o V Evropi mikro- in nanoelektronika neposredno zagotavlja 200 000 delovnih mest in
1 000 000 delovnih mest posredno’, povpradevanje po znanju in spretnostih pa ne
presiha.

o Vpliv mikro- in nanoelektronike na celotno gospodarstvo ocenjujejo na 10 %

svetovnega BDP.*?
2.2, Kljuéna tehnologija za soo¢anje z druzbenimi izzivi

Mikro- in nanoelektronika ni samo racunalniSka zmogljivost osebnih racunalnikov in
mobilnih naprav. Opravlja tudi senzorske in aktivatorske funkcije’, ki na primer v pametnih
Stevcih in pametnih omrezjih skrbijo za nizjo potroSnjo energije, v vsadkih in visoko razviti
medicinski opremi pa za boljSo zdravstveno nego in pomoc¢ starejSim. Predstavlja tudi
gradnike za boljSe varovanje, za varnost in u¢inkovitost celotnega prometnega sistema ter za
spremljanje okolja.

Danes se z nobenim druzbenim izzivom ni mogoce uspesno soociti brez elektronike.

3. SPREMINJAJOCE SE INDUSTRIJSKO OKOLJE V MIKRO- IN NANOELEKTRONIKI
3.1. TehnoloSki napredek odpira nove priloZnosti

Dve glavni smeri zaznamujeta tehnoloSki razvoj in sta gonilo poslovnega preoblikovanja.
Prva smer spodbuja miniaturizacijo komponent na nano ravni v skladu z mednarodnim
nacrtom za tehnoloski razvoj, ki ga je oblikovala industrijalo. To je smer ,,ve¢ Moora* (,,more
Moore®), katere cilj je ve&ja zmogljivost, nizji strogki in manj$a poraba energije' .

World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), 2012 (http://www.wsts.org/)

Digiworld report, IDATE 2012 (http://www.idate.org)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report final en.pdf

Glej European Semiconductor Industry Association (ESIA) Competitiveness Report, 2008 "Mastering
Innovation Shaping the Future" (https://www.ceca.cu/data/File/ESIA_Broch CompReport Total.pdf)
Senzor je naprava, na primer toplomer, ki zaznava fizi¢no stanje. Aktivatorji so naprave, na primer
stikala, ki izvajajo dejanja, kot so priziganje in ugasanje ali izvajanje prilagoditev v operacijskem
sistemu.

Mednarodni tehnoloski nacrt za polprevodnike (ITRS) (http://www.itrs.net)

Moorov zakon: podvojitev razmerja med zmogljivostjo in stroski vsakih 18 do 24 mesecev.
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Cilj druge smeri je povecati diverzifikacijo funkcij Cipa z zdruzevanjem mikro elementov, kot
so mocnostni tranzistorji in elektromehanska stikala. Ta smer se imenuje ,,vec kot Moore*
(,,more than Moore®). Je podlaga za inovacije na Stevilnih podrocjih, kot so energijsko
ucinkovite zgradbe, pametna mesta in inteligentni prometni sistemi.

Vec kot Moore: diverzifikacija

K - A Senzorji
130 nm 00
90 nm

65 nm

Obdelava
45nm informacij

32nm | pigitalna vsebina
Sistem na &ipu
22nm (SoC)

Moorov zakon: miniaturizacija

Osnovni CMOS: CPE, spomin, logika

Poleg tega se raziskujejo povsem nove, prelomne tehnologije in arhitekture. To smer pogosto
imenujejo ,,ve¢ kot CMOS“ (,beyond CMOS“)". Zahteva ve&disciplinsko raziskovanje,
temeljito poznavanje fizike in kemije ter odli¢nost v inZenirstvu.

Poleg tega za zmanjSanje proizvodnih stroskov industrija postopoma povecuje tudi velikost
ploséic,” na katerih izdelujejo mikro- in nanoelektroniko. Za take prehode v proizvodnih
standardih so potrebna obsezna vlaganja v RRI in CAPEX.

3.2 Narascajodi stroski in konkurencnejSe okolje za RRI

Se ve&ja miniaturizacija pomeni narai¢anje stroskov za RRI in CAPEX. Intenzivnost RRI v
industriji mikro- in nanoelektronike se je leta 2000 z 11 %, kolikor je znasala leta 2009,
povecala na 17 %."* KaZe, da se ta trend nadaljuje. Taka velika vlaganja je mogoce vzdrzati
samo z mnozi¢no proizvodnjo.

V tej industriji prihaja do zdruZevanja. To lahko pripelje do tega, da bo na vsem svetu ostalo
zgolj nekaj akterjev, pri ¢emer v Evropi morda ne bo nobenega ve¢. Ocenjujejo, da mora
imeti polprevodniSko podjetje 10-odstotni delez na svetovnem trgu, da lahko vzdrzi vlaganja,
ki jih potrebuje, da ohrani stik z razvojem tehnologije.

Zato se podjetja zdruzujejo na svetovni ravni, npr. zveza IBM s sedezem v New Yorku za
tehnologijo 300-milimetrskih rezin in Global 450 Consortium, ki se osredotoca na prehod na

Dopolnilni metaloksidni polprevodnik (CMOS) je standardna tehnologija za integrirana vezja pri smeri
,,ve¢ Moora“.

Mikro- in nanoelektronske Cipe izdelujejo na okroglih plos¢icah, imenovanih ,rezine®. Zaporedne
tehnoloske generacije se imenujejo po velikosti premera rezin, na katerih so izdelani. Danes jih
vecinoma izdelujejo na 200- in 300-milimetrskih rezinah. Naslednja velikost rezine bo 450 milimetrov.
OECD Information Technology Outlook
(http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdinformationtechnologyoutlook2010.htm)
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450-milimetrske rezine. V Evropi je razvoj naslednje generacije tehnologije osredotoCen na
vodilna raziskovalna sredi$c¢a, kot so LETIIS, Fraunhofer'® in imec”, ki tesno sodelujejo z
industrijskimi akterji. Raziskovanje samo postaja vedno bolj globalno, saj v Aziji narasca
Stevilo imetnikov patentov in usposobljenih delavcev.

3.3. Novi poslovni in proizvodni modeli

Industrijsko okolje v mikro- in nanoelektroniki se drasticno spreminja, saj se je v zadnjih
15 letih v Azijo preselil znaten del mnozZiéne proizvodnje.'® V celoti je proizvodnja v Evropi v
letu 2011 padla na samo slabih 10 % svetovne proizvodnje. Kljub prednostim ameriskih
podjetij na tem podroc¢ju se v ZDA opravi samo 16 % proizvodnje.

Zaradi povecanih stroSkov vzpostavljanja proizvodnih objektov (,fabs*) je pomemben
element pri odlocanju o tem, kje zgraditi nov objekt, postala odobritev finan¢nih spodbud s
strani teritorialnih organov. Znizanje davkov, zemljiSca, poceni energija in druge spodbude
imajo pomembno vlogo kot tudi razpoloZljivost usposobljene delovne sile."

Drug pomemben trend je vedno ve&ja uporaba modela ,foundry“*® Podjetja modela

Hfoundry™ so se razvila predvsem v Aziji in predstavljajo ze priblizno 10 % svetovne
proizvodnje elektronskih komponent. Hkrati s tem se povecuje tudi Stevilo podjetij brez
proizvodnih objektov (,fabless*)*', ki prihodek ustvarjajo s prodajo naértov za &ipe. Brez
proizvodnje ta podjetja brez proizvodnih objektov nimajo visokih finanénih rezijskih
stroskov, ki jih imajo proizvodna podjetja.

Varen dostop do proizvodnih zmogljivosti pa bo lahko v prihodnosti oteZen, saj podjetja
modela ,,foundry* ponudbo $irijo z vklju¢evanjem oblikovanja in izdelovanjem prototipov, s
¢imer dobijo vpogled v kon¢ne proizvode. Za zmanjSanje tveganja nekatera podjetja, ki sama
razvijajo svoje nacrte, ohranijo omejen obseg proizvodnih linij pri sebi (tako imenovani
model ,.fab-lite*).

3.4. Proizvajalci opreme imajo v lasti klju¢ne elemente vrednostne verige

Brez napredka pri proizvodni opremi ni mozno napredovanje pri nadaljnji miniaturizaciji in
povecani funkcijskosti ¢ipov. Proizvajalci opreme so postali kljuéni del vrednostne verige, kar
se odraza v njihovi pomembni vlogi v mednarodnih tehnoloskih povezavah.

LETI je inStitut francoske organizacije za raziskave in tehnologijo CEA. Specializiran je za
nanotehnologije in njihove uporabe, od brezzi¢nih naprav do biologije, zdravstvene nege in fotonike
(http://www-leti.cea.fr).

Nemski Fraunhofer-Gesellschaft se ukvarja z uporabnimi raziskavami neposredne uporabnosti za
zasebna in javna podjetja ter s Sirokimi koristmi za druzbo. Ve¢ institutov se ukvarja z integriranimi
vezji in sistemi (http://www.fraunhofer.de).

Belgijski imec je vodilni na svetu v raziskavah na podro¢ju nanoelektronike ter znanstveno znanje
povecuje s partnerstvi na podrocju IKT, zdravstva in energije (http://www.imec.be).

Npr. nalozbe v osnovna sredstva korejskih podjetij so se leta 2012 s 13 %, kolikor so znasala leta 2005,
povecala na 27 %.

Glej Semiconductor Industry Association (SIA), Maintaining America's Competitive Edge:
Government Policies Affecting Semiconductor Industry R&D and Manufacturing Activity, marec 2009
(http://www.semiconductors.org/clientuploads/directory/DocumentSIA/Research%20and%20Technolo
gy/Competitiveness White Paper.pdf)

~Foundry™ je podjetje, ki ima v lasti tovarne in strankam brez proizvodnih objektov (,,fabless*) ponuja
proizvodne storitve.

Podjetje brez proizvodnih objektov (,.fabless*) razvija lastne komponente, vendar njihovo proizvodnjo
prepusti zunanjemu ponudniku storitev (,,foundry*).
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4. PREDNOSTI IN SLABOSTI EVROPE

4.1. Industrija, strukturirana okoli centrov odli¢nosti, in SirSe dobavne verige po
vsej Evropi

Podobno kot drugod po svetu je evropska mikro- in nanoelektronska industrija zgoS$¢ena okoli
glavnih regionalnih proizvodnih in razvojnih obmocij. Regije okoli Dresdna (DE), Grenobla
(FR) in Eindhoven-Leuvena (NL-BE) imajo tri glavna raziskovalna in proizvodna sredisc¢a s
povecano specializacijo za eno od treh podrocij — ,,ve¢ Moora“, ,,vec kot Moore* ali oprema
in materiali. Poleg tega je dublinska regija (IE) znana kot evropska lokacija za proizvodnjo
mikroprocesorjev, Cambridge (UK) pa je na primer dom vodilnega podjetja v razvoju
mikroprocesorjev z nizko porabo energije, ki so sestavni del vecine danaSnjih mobilnih
naprav in tablic.

To grozdenje in regionalna specializacija sta bistvena za prihodnji razvoj sektorja. Vendar sta
odvisna od Siroke razSirjenosti dobavne verige po Evropi. Sem spadajo tudi razmeroma
majhni, toda zelo inovativni in specializirani grozdi, kot so regije Gradec in Dunaj (AT),
Milano in Catania (IT) ali Helsinki (FI).

Evropa ima tri velika domaca podjetja, ki se ukvarjajo z mikro- in nanoelektroniko in so na
osmem (STMicroelectronics), desetem (Infineon) oziroma dvanajstem (NXP) mestu na svetu
glede na prodajo leta 2012. Evropa je privabila tudi nekaj pomembnih podjetij od drugod, ki
vlagajo v Evropo (npr. GlobalFoundries in Intel). V prid proizvodnji mikro- in
nanoelektronike v Evropi je tudi zelo konkuren¢na in razSirjena vrednostna veriga ter
ekosistem podjetij, med drugim Stevilna mala in srednje velika podjetja. Glavna proizvodna
obmocja so obdana z regionalnimi grozdi, kot je navedeno zgoraj.

4.2. Vodilna v bistvenih vertikalnih trgih, v nekaterih velikih segmentih pa skoraj
nezastopana

Evropa je razmeroma nezastopana v proizvodnji ra¢unalniskih komponent in komponent za
potroSnike, ki predstavljajo velik del celotnega trga, vodi pa v elektroniki za avtomobilsko
industrijo (~50 % svetovne proizvodnje), energijske aplikacije (~40 %) in industrijsko
avtomatizacijo (~35 %). Evropa je Se vedno mocna tudi v razvoju elektronike za mobilne
telekomunikacije.

Evropska podjetja, vklju¢no z velikim Stevilom MSP, so vodilna na svetu na podrocju
pametnih mikrosistemov, kot so medicinski vsadki in senzorske tehnologije. Ceprav so to
trenutno nisni trgi, so to podrodja z visoko rastjo (obi¢ajno ve¢ kot 10 % letno). Se ena
kljuéna prednost je vodilni polozaj Evrope na hitro rasto€em trgu komponent z nizko porabo
energije.

4.3. Nesporen vodilni poloZzaj Evrope pri materialih in opremi

Evropa ima nekaj najpomembnejSih dobaviteljev opreme in materialov, npr. ASML in
SOITEC, ki imata znatna deleza upoStevnega svetovnega trga. Ta podjetja so odvisna od
Stevilnih dobaviteljev po vsej Evropi, med katerimi so Stevilna MSP. Ti evropski dobavitelji
opreme in materialov edinstveno obvladajo zelo visoko razvite tehnologije, vse od optike in
laserjev do fine mehanike in kemije. Njihova vloga pri napredovanju podrocja mikro- in
nanoelektronike je pomembna in Siroko priznana, kot na primer ponazarja nedavno stratesko
vlaganje velikih polprevodniskih podjetij v ASML.?

2 Glej http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=5869&rid=46974 — ,, Kot del programa bodo Intel, TSMC
in Samsung kupili delnice ASML za 3,85 milijarde EUR, ki so enakovredne skupnemu 23-odstotnemu
manjSinskemu lastniskemu delezu v ASML*
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4.4. Vlaganja podjetij iz EU ostajajo razmeroma skromna

Ceprav so vlaganja evropskih podjetij v absoluthem smislu visoke (red velikosti v
milijardah EUR), ostajajo razmeroma skromne v primerjavi z vlaganji drugje. Poslovna
privlacnost Evrope vseeno ostaja velika glede na obseg potroSnje, ki je nad 20 % svetovnega
trga. Toda prihodnja vlaganja v proizvodnjo elektronike v Evropi niso zagotovljena.
Konkurenca drugih regij po svetu je huda.

Javna vlaganja v RRI in ukrepi za pritegnitev zasebnih vlaganj so kljub napredku v zadnjih
petih letih zelo razdrobljena v EU. To je v o€itnem nasprotju z dejstvom, da so evropski
raziskave, razvoj in inovacije v mikro- in nanoelektroniki v samem svetovnem vrhu ter zelo
privlacni za mednarodne akterje.

S. DOSEDANJA EVROPSKA PRIZADEVANJA
5.1. Regionalna in nacionalna prizadevanja za krepitev grozdov odli¢nosti

Na regionalni ravni so bila zlasti v zadnjih 15 letih vloZena velika prizadevanja za oblikovanje
industrijskih in tehnoloskih grozdov na tem podro¢ju. Najuspesnejsi grozdi so rezultat
dolgoro¢nih vzdrznih strategij, ki zdruzujejo ukrepe, kot so davéne spodbude, vlaganja v RRI
v javnih laboratorijih, intenzivno sodelovanje med industrijo in univerzami, vrhunska
infrastruktura, kritiéno pokrivanje vrednostne verige in dinami¢no poslovno okolje. Tudi
razpoloZljivost znanja in spretnosti je zelo pomembna na tem podrocju.

Zaradi prihodnjih izzivov, ki vkljucujejo narascajoce stroske za RRI, mo¢no konkurenco po
vsem svetu in erozijo nekaterih klju¢nih delov vrednostne verige v Evropi (npr. faza
vkljucevanja komponent v sisteme), je nujno veliko tesnejSe sodelovanje vzdolz vrednostnih
verig in v inovacijskih ekosistemih na ravni EU.

5.2. Rastoce in bolj usklajeno vlaganje v RRI na ravni EU

Vlaganje v RRI v mikro- in nanoelektroniki je del programov EU za raziskave in razvoj Ze od
vsega zaCetka. Tudi program EUREKA ima velik raziskovalni grozd za mikro- in
nanoelektroniko.”

Potem ko je podpora EU v RRI na tem podro&ju 10 let stagnirala®®, je leta 2011 postopno
zaela narascati za priblizno 20 % letno, tako da je bil proradun leta 2013 vecji od
200 milijjonov EUR. Da bi zdruzili prizadevanja v RRI in oblikovali kriticno maso, so
Komisija, drzave Clanice in zasebni delezniki leta 2008 skupaj ustanovili javno-zasebno
partnerstvo v obliki skupnega podjetja®® (ENIAC JU). Do konca leta 2013 bo ENIAC JU v
RRI vlozil ve¢ kot 2 milijardi EUR javnih in zasebnih sredstev, poleg priblizno
1 milijjarde EUR, ki je Ze bila vlozena v mikro- in nanoelektroniko v okviru sedmega
okvirnega programa.

5.3. Tehnoloski preboji, vendar vrzeli v inovacijski verigi

Podpora RRI, ki jo namenja EU, se osredotoa na pripravo na naslednji dve generaciji
tehnologij.”® S temi programi je industrija drzala korak z vrhunskim razvojem nadaljnje
miniaturizacije. V okviru teh programov so bili razviti tudi visoko razviti pametni sistemi, ki
jih danes uporabljamo na primer v avtomobilih in zdravstvu.

23
24

http://www.catrene.org/

Priblizno 130 milijonov EUR letno.

» Na podlagi ¢lena 187 PDEU.

26 V skladu z mednarodnim tehnoloskim nacrtom za polprevodnike (ITRS) (http://www.itrs.net)
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Toda evropski programi RRI so do zdaj podpirali zgodnje faze inovacijskega procesa, tj.
validiranje tehnologij do laboratorijske stopnje.*” Naslednje korake do konénega proizvoda so
prepustili industriji, saj so ti zahtevali velika vlaganja. Zaradi tega je prislo do izrazitih vrzeli
v inovacijski verigi. Da bi bila podpora raziskavam in inovacijam na tem podroc¢ju uc¢inkovita
in bi uspesno preckala tako imenovano ,,dolino smrti, se mora vedno bolj posvecati celotni
inovacijski verigi in ne samo posameznim podjetjem, regijam ali drzavam ¢lanicam.

ENIAC JU se je nedavno zavzel za poskusne proizvodne linije, ki bi se nanaSale zlasti na te
vi§je stopnje tehnoloSke zrelosti. Veliko zanimanje, ki so ga pokazali zasebni delezniki in
javni organi za te poskusne linije, pri¢a o njihovem strateSkem pomenu.

6. POT NAPREJ — EVROPSKA INDUSTRIJSKA STRATEGIJA

Predlagana strategija sicer temelji na evropski pobudi za klju¢ne omogocitvene tehnologije in
na predlogu za program za raziskave, razvoj in inovacije Obzorje 2020*®, vendar je njen
glavni poudarek na ukrepih, ki so specifi¢ni za soo¢anje z izzivi v mikro- in nanoelektroniki.

6.1. Cilj: zaustaviti upadanje deleza EU v svetovni dobavi

Evropa si ne more privos¢iti, da ne bi vec razvijala in proizvajala mikro- in nanoelektronike.
To bi ogrozilo velike dele vrednostnih verig pomembnih industrijskih sektorjev, Evropa pa bi
bila prikrajSana za bistvene tehnologije, ki so potrebne za soocanje z druzbenimi izzivi.

Glede na Sirok razpon priloznosti v prihodnosti in izzive, s katerimi se soo¢a industrija, je zdaj
nujno treba pospesiti in uskladiti vsa zadevna javna prizadevanja po Evropi. Industrijska
strategija bi morala zagotoviti ponovno rast in v enem desetletju doseci raven proizvodnje v
EU, ki bo blize njenemu delezu v svetovnem BDP. Posami¢ni cilji so:

. zagotoviti razpolozljivost mikro- in nanoelektronike, ki je potrebna za konkuren¢nost
klju¢nih industrij v Evropi;

J pritegniti ve¢ja vlaganja v napredno proizvodnjo v Evropi in okrepiti industrijsko
konkurenc¢nost po vsej vrednostni verigi od razvoja do proizvodnje;

. ohraniti vodilni polozaj pri dobavi opreme in materiala ter na podrocjih, kot sta ,,ve¢
kot Moore* in energijsko ucinkovite komponente;

o postati vodilna pri razvoju ¢ipov na hitro rastocih trgih, zlasti pri razvoju zahtevnih
komponent.

6.2. Osredotocanje na evropske prednosti, nadaljnji razvoej in krepitev vodilnih

evropskih grozdov

Kot je navedeno zgoraj, sta prednosti Evrope v mikro- in nanoelektroniki odli¢na akademska
raziskovalna skupnost in vodilna industrijska vloga na specializiranih trgih. Ce pogledamo
Evropo kot celoto, vidimo, da sta industrija in tehnologija prisotni po vsej vrednostni verigi,
vklju¢no z opremo, materialom, proizvodnjo, razvojem in mocno industrijo za konc¢ne
uporabnike.

Z izkoris¢anjem teh prednosti in zagotovitvijo potrebnih sredstev bi morala Evropa postati
pomemben akter v mikro- in nanoelektroniki. Za zagotavljanje sredstev bo potrebno uskladiti

= Stopnje pripravljenosti tehnologije (TRL) se uporabljajo za ocenjevanje zrelosti nastajajo¢ih tehnologij.

Stopnje od 1 do 4 se obi¢ajno nanasajo na zgodnje raziskave in razvoj, stopnje od 5 do 8 pa na izdelavo
prototipa in dejansko sistemsko validacijo v operativnem okolju.
= COM(2011) 809 kong.
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ukrepe na regionalni, nacionalni in evropski ravni. To bo okrepilo zaupanje ter spodbudilo
obnovo in rast proizvodnih zmogljivosti v Evropi.

Poudarek je na krepitvi in nadaljnjem razvoju odli¢nosti raziskovalnih in tehnoloskih
organizacij glede objektov in osebja. To bi morala biti prava mesta za nadarjene inZenirje in
raziskovalce na tem podrocju in biti v srediS¢u ekosistemov, ki bi pritegnili zasebna vlaganja
v proizvodnjo in razvoj. Da bi ¢im bolj povecali donosnost nalozb in zagotovili odli¢nost, bo
nadaljnji napredek v smeri dopolnilne specializacije in tesnejSega sodelovanja med glavnimi
raziskovalnimi in tehnoloskimi organizacijami kljucen za uspeh, za katerega si prizadevamo v
strategiji za pametno specializacijo” v EU.

Da bi se elektronika Se naprej uporabljala v vseh industrijskih sektorjih in bi se izkoristile
priloznosti, ki jih ponuja sodelovanje med disciplinami, bi bilo treba krepiti ¢ezmejno in
medsektorsko sodelovanje, med drugim tudi z industrijami za kon¢nega uporabnika.

6.3. IzkoriS¢anje priloZnosti na nekonvencionalnih podroc¢jih in podpora rasti MSP

Mala in srednje velika podjetja (MSP) imajo kljucno vlogo na hitro rastocih podrocjih, kot so
plasti¢na in organska elektronika, pametni integrirani sistemi ter na splosno na podrocju
razvoja. Zato je pomemben cilj MSP bolje vklju€iti v vrednostne verige ter jim zagotoviti
dostop do najsodobnejsih tehnologij in zmogljivosti za RRI. Podpora centrom odli¢nosti, ki
pomagajo vgrajevati mikro- in nanoelektroniko v vse vrste proizvodov in storitev, bo bistvena
pri spodbujanju inovacij v celotnem gospodarstvu, predvsem pa v netehnoloskih MSP.

Partnerstva na ravni EU med industrijami za kon¢nega uporabnika, javnimi organi in
dobavitelji (velikimi in majhnimi) mikro- in nanoelektronike bodo pripomogla k odpiranju
novih hitro rasto€ih podrocij, kot so elektricna vozila, energijsko ucinkovite stavbe in
pametna mesta ter vse vrste mobilnih spletnih storitev.

7. UKREPI
7.1. Evropski strateSki nacrt za vlaganja na tem podrocju

Cilj je pritegniti ve€ja javna in zasebna vlaganja ter jih usmeriti v izvajanje nacrta za prevzem
vodilne vloge, ki naj bi ga vzpostavila industrija.

Visina javnih in zasebnih vlaganj bo ustrezala velikosti izziva. Namen je povecati skupna
javna in zasebna vilaganja v RRI na evropski, nacionalni in regionalni ravni na vec¢ kot
1,5 milijarde EUR letno, kar pomeni skupni proracun v visini vec¢ kot 10 milijard EUR v
sedmih letih.

V ta namen bo Komisija vodila dialog z delezniki ter ustanovila skupino vodilnih v
elektroniki, da bi oblikovala in pomagala izvajati evropski industrijski strateski nacrt, ki bo
izkoriscal prednosti Evrope in pokrival tri dopolnilne smeri:

° Razvoj tehnoloske smeri ,,ve¢ kot Moore* na 200- in 300-milimetrskih rezinah. Tako
bo lahko Evropa ohranila in irila vodilno vlogo®® na trgu, ki predstavlja priblizno
60 milijard EUR letno in ima 13-odstotno letno rast. To bo neposredno vplivalo na
ustvarjanje delovnih mest z veliko vrednostjo, zlasti v MSP.

» http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Trenutno ta proizvodnja v Evropi predstavlja ve¢ kot 30 % svetovne proizvodnje.
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J Nadaljnji napredek tehnologij ,,ve¢ Moora* za najsodobnejSo miniaturizacijo na 300-
milimetrskih rezinah. Vlaganja bi morala Evropi zagotoviti, da postopoma poveca
proizvodnjo na tem trgu, ki predstavlja ve¢ kot 200 milijard EUR.’’

J Razvoj nove proizvodne tehnologije na 450-milimetrskih rezinah. Vlaganja bodo
najprej koristila proizvajalcem opreme in materiala v Evropi, ki so danes vodilni v
svetu na trgu, ki predstavlja priblizno 40 milijard EUR letno, v petih do desetih letih
pa bodo celotni industriji zagotovila vidno konkuren¢no prednost.

Nacrt bo pripravljen najkasneje do konca leta 2013 kot nabor konkretnih ukrepov, zlasti za
krepitev evropskih grozdov odli¢nosti v proizvodnji in razvoju (glej oddelek 4.1) ter za
zagotavljanje odprtosti za partnerstva in povezovanja po vsej vrednostni verigi. Ukrepi
javnega sektorja, Evropske komisije, drzav ¢lanic in regionalnih organov bodo naslednji:

. Podpora RRI z institucionalnim financiranjem ali nepovratnimi sredstvi za ukrepe,
doloene na podlagi naérta. Zagotovljeni bodo namenski in usklajeni posegi’’, ki
ustvarjajo kriticno maso in omogocajo ¢im vecjo donosnost nalozb.

o Razvoj — v partnerstvu z industrijo in v podporo inovacijam — napredne proizvodne
in pilotne infrastrukture za zapolnitev vrzeli v inovacijski verigi in povezovanje
razvoja z dejansko uporabo.

o Zagotovitev lazjega dostopa do financiranja CAPEX s posojili in lastniSkimi deleZi,
zlasti prek regionalnih skladov in inovacijskih programov Evropske investicijske
banke (EIB). V zvezi s tem je Evropska komisija februarja 2013 podpisala
memorandum o soglasju z EIB, ki dolofa, da imajo kljuéne omogocitvene
tehnologije prednost pri vlaganjih.

Komisija bo pripravila potrebno, da se bo industrija lahko povezovala vzdolZ vrednostne
verige, razvila nacrt in ga redno posodabljala. Drzave Clanice, regionalni organi in Evropska
komisija bodo nacrt podpirali posamic¢no in/ali skupno, med drugim tudi prek skupne
tehnoloske pobude in pobude EUREKA. Tako bo zagotovljeno najboljSe cCrpanje iz
regionalnih strukturnih skladov, tudi prek pametne specializacije med ciljnimi grozdi kot tudi
uporabo finan¢nih instrumentov, predvidenih v okviru evropskih strukturnih investicijskih
skladov (skladi ESI).*

Industrija si bo prizadevala za ohranjanje in Sirjenje dejavnosti razvoja in proizvodnje v
Evropi ter bo nacrt redno posodabljala s pomoc¢jo organizacij za raziskave in tehnologijo in
akademske skupnosti, da bi ohranila stik z dinamiko trznega in tehnoloSkega razvoja.

7.2. Skupna tehnoloska pobuda: tristranski model za velike projekte

Evropska komisija bo predlagala skupno tehnologko pobudo®® na podlagi ¢lena 187 PDEU, ki
bo na projektni ravni zdruzevala sredstva v podporo ¢ezmejnemu sodelovanju med industrijo
in akademsko skupnostjo pri RRI. Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja bo
nadomestil dve obstojeci skupni podjetji za vgrajene racunalniske sisteme (ARTEMIS) in
nanoelektroniko (ENIAC), ki sta bili ustanovljeni v okviru Sedmega okvirnega programa. V
Obzorju 2020 bo v okviru izziva ,,Vodilni polozaj v omogocitvenih in klju¢nih tehnologijah*
nova skupna tehnoloSka pobuda vkljucevala tri glavna medsebojno povezana podrocja:

i Evropski delez v proizvodnji znasa okoli 9 %, vendar je Evropa v tekmi za miniaturizacijo Se vedno v

tehnoloskem vrhu.

1z regionalnih in nacionalnih programov ter programov na ravni EU.
http://s3platform.jrc.ec.europa.cu/home

Vpliv predloga bo obrazlozen v oceni vpliva. Vpliv na proracun bo predstavljen v oceni finan¢nih
posledic zakonodajnega predloga.

32
33
34
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J razvojne tehnologije, proizvodni procesi in integracija, oprema in materiali za mikro-
in nanoelektroniko;

. procesi, metode, orodja in platforme, referencni nacrti in arhitekture za
vgrajene/kibernetsko-fizicne sisteme;
o vecdisciplinski pristopi za pametne sisteme.
A
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Nova skupna tehnoloska pobuda bo temeljila na izkusnjah iz sedanjih skupnih tehnoloSkih
pobud® in zagotavljala poenostavljeno strukturo financiranja. Ve&inoma bo podpirala
kapitalsko intenzivne ukrepe’®, kot so poskusne linije ali veliki demonstratorji na visjih
stopnjah tehnoloske pripravljenosti do stopnje 8, kot je prikazano zgoraj. Za to bo potreben
tristranski model financiranja, ki bo vkljuceval Evropsko komisijo, drzave Cclanice in
industrijo ter bo pripomogel k usklajevanju zadevnih investicijskih strategij po Evropi.
Izvajanje bo sledilo nafelom Obzorja 2020 in bo v skladu z medsektorskim delovnim
programom za klju¢ne omogocitvene tehnologije za krepitev medsebojnega oplajanja med
razlicnimi kljuénimi omogocitvenimi tehnologijami.

Podpora skupni tehnoloski pobudi bo dopolnjena s sredstvi EU za tehnoloske raziskave in
razvoj ter inovacijske ukrepe, zlasti za MSP. To bo vkljuevalo RRI na novih podro¢jih
mikro- in nanoelektronike (glej oddelek 6.3), vkljucno s tistimi, ki zahtevajo kombinacijo ve¢
kljuénih omogocitvenih tehnologij, kot so napredni materiali, industrijska biotehnologija,

fotonika, nanotehnologija in napredni proizvodni sistemi.’’

» Prva vmesna ocena skupnih tehnoloskih pobud ARTEMIS in ENIAC, 2010
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/jti/artemis_and eniac evaluation report fina
l.pdf

36 Trenutno znasa javna podpora poskusnim linijam v ENIAC JU med 50 in 120 milijoni EUR na ukrep.

3 Glej COM(2012) 582 final, oddelek III.A.1.ii)
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V okviru nove skupne tehnoloske pobude bo Komisija tudi raziskala, kako poenostaviti in
pospesiti odobravanje drzavne pomoci, med drugim s projektom skupnega evropskega
interesa v skladu s ¢lenom 107.3(b) PDEU.

7.3. Uporaba in podpiranje horizontalnih ukrepov za konkurenénost

Dostop do visoko usposobljene delovne sile — inzenirjev in tehnikov — in do zelo kakovostnih
diplomantov je bistvenega pomena za pritegnitev zasebnih vlaganj v elektroniko. Podobno kot
v celotnem sektorju IKT je tudi v mikro- in nanoelektroniki prisotno naras¢ajoce pomanjkanje
usposobljenosti ter nesorazmerja med ponudbo in povprasSevanjem po spretnostih. Komisija
bo Se naprej spodbujala digitalne kompetence za industrijo s pobudo e-znanja in spretnosti in
je pred kratkim ustanovila ,,veliko koalicijo za znanja, spretnosti in delovna mesta na
podrocju IKT*. Za mikro- in nanoelektroniko je klju¢no, da si industrija prizadeva pritegniti
mlado generacijo Ze zgodaj med izobrazevanjem. Poleg prizadevanj industrije ter zadevnih
pobud na regionalni in nacionalni ravni bo Komisija Se naprej sofinancirala projekte v okviru
Obzorja 2020 za razvoj in Sirjenje materialov za usposabljanje in poucevanje o najnovejsih
tehnologijah v mikro- in nanoelektroniki ter podpirala kampanje za ozave$¢anje mladih
podjetnikov.

Poleg tega Evropska komisija vzpostavlja evropsko panoramo znanja in spretnosti (,,EU Skills
Panorama“) s posodobljenimi napovedmi ponudbe znanja in spretnosti ter potreb na trgu dela
do leta 2020, da bi izboljSala preglednost nad klasifikacijo znanja, spretnosti, kompetenc in
poklicev (ESCO) kot skupnega vmesnika med svetovi zaposlovanja, izobraZevanja in
usposabljanja ter podprla mobilnost.

Skupaj z organizacijami za raziskave in tehnologijo, univerzami ter nacionalnimi in
regionalnimi organi si bo Komisija prizadevala, da bi bile skupne zmogljivosti in storitve za
testiranje in zgodnje poskuse na podrocju mikro- in nanoelektronskih tehnologij na razpolago
zagonskim podjetjem, MSP in uporabnikom po vsej Evropi.

Poleg tega bodo z javnim naroanjem inovacij, ki temeljijo na mikro- in nanoelektroniki, kot
je zdravstvena in varnostna oprema, ustvarjene boljSe razmere za razvoj trga na teh podrocjih.

7.4. Mednarodna razseznost

Evropska komisija bo spodbujala mednarodno sodelovanje na podro¢ju mikro- in
nanoelektronike, zlasti na podroc¢jih, na katerih je to vzajemno koristno, kot na primer pri
mednarodnem tehnoloskem nacrtovanju, primerjalnih analizah, standardizaciji, zdravstvenih
in varnostnih vpraSanjih v zvezi z nanomateriali’®® ter pripravi prehoda na 450-milimetrsko
rezino ali naprednih raziskavah v okviru ,,ve¢ kot CMOS*.

Evropska komisija si bo na mednarodnih veCstranskih in dvostranskih forumih Se naprej
prizadevala za bolj transparentne in enake konkuren¢ne pogoje na svetovni ravni ter za
omejevanje izkrivljanja trgovine/trga. Hkrati bo podpirala industrijo pri sektorskih pogajanjih
in pri pomembnih vprasanjih, ki zahtevajo mednarodno razpravo, kot je problem ,,nedejavnih
subjektov* (,,non-practicing entities ).

8. ZAKLJUCEK

Kot na strateSkih podrocjih, kot sta aeronavtika ali vesolje, Evropa tudi tokrat nima druge
izbire, kot da pripravi visoko zastavljeno industrijsko strategijo za mikro- in nanoelektroniko.
V tem sporocilu je predlagana strategija, ki temelji na evropskem nacrtu za to podrocje.

3 COM(2012) 572 final: Drugi pregled zakonodaje o nanomaterialih
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Podpira regionalno specializacijo ter spodbuja tesno sodelovanje vzdolz vrednostne in
inovacijske verige.

Evropska, nacionalna in regionalna finan¢na sredstva na tem podrocju je treba uskladiti, da bi
dosegli kriticno maso, potrebno za pritegnitev vlaganj in najvecjih svetovnih talentov.
Financ¢na sredstva bodo osredotocena na vodilne evropske grozde. Njihov nadaljnji razvoj bo
vsem evropskim podjetjem, ne glede na to, kjer so, omogocil, da izkoristijo najnovejsi razvoj
na podro¢ju mikro- in nanoelektronike. Kaj je treba storiti, je povzeto v nacrtu ukrepanja v
prilogi.
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PRILOGA

Glavni ukrepi: Izvajalec: Kdaj:
Nadaljevanje dialoga z delezniki, ustanovitev skupine | Evropska Najkasneje
vodilnih v elektroniki, da bo oblikovala in pomagala | komisija, do konca
izvajati evropski strateski nacrt za industrijo | industrija leta 2013
elektronike
Spodbujanje  pametne  specializacije, uporaba | Evropska Poteka,
finan¢nih instrumentov, predvidenih v okviru | komisija, drzave | treba
evropskih strukturnih investicijskih skladov in | Clanice okrepiti
Obzorja 2020
Spodbujanje nainov za zagotavljanje kapitalskih | Evropska Prvo
vlaganj v proizvodnjo v Evropi v okviru | investicijska Cetrtletje
memoranduma o soglasju v zvezi s kljucnimi | banka, industrija | leta 2014
omogocitvenimi tehnologijami, podpisanega z EIB
Sprejetje Uredbe Sveta in zacetek nove tristranske | Evropska Zacetek
skupne tehnoloske pobude komisija, drzave | leta 2014
Clanice,
industrija
V okviru nove skupne tehnoloske pobude raziskati, | Evropska Tretje
kako poenostaviti in pospeSiti odobravanje drzavne | komisija, drzave | Cetrtletje
pomo¢i, med drugim s projektom skupnega | Clanice, leta 2013
evropskega interesa v skladu s c¢lenom 107.3(b) | industrija
PDEU
Stalni dialog s kljuénimi organizacijami za raziskave | Evropska Poteka,
in tehnologijo, regijami in drzavami ¢lanicami za | komisija, drzave | treba
krepitev mikro- in nanoelektronskega ekosistema na | ¢lanice, regije, | okrepiti
evropski ravni organizacije za
raziskave in
tehnologijo
V okviru Obzorja 2020 omogoditi, da bodo skupne | Organizacije za | Prvo
zmogljivosti za testiranje in zgodnje poskuse na | raziskave in | Cetrtletje
razpolago zagonskim podjetjem, MSP, univerzam in | tehnologijo, leta 2014
uporabnikom Evropska
komisija
Vlaganje v temelje (izobrazevanje, usposabljanje); | Drzave Cclanice, | Prvo
spodbujanje ugodnega inzenirskega okolja v Evropi univerze Cetrtletje
leta 2014 —
cetrto
Cetrtletje
leta 2020
Izdelava in izvajanje strategije za spodbujanje | Industrija, Do drugega
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povprasevanja po elektronsko intenzivnih proizvodih, | drzave clanice, | Cetrtletja
ki bo uporabljala razli¢ne instrumente, kot je javno | regije, Evropska | leta 2014
narocanje. komisija

Oblikovanje politicnih ukrepov za vzpostavitev | Evropska Poteka,
enakih konkuren¢nih pogojev na svetovni ravni z | komisija, treba
omejevanjem izkrivljanja trgovine/trga, med drugim | industrija okrepiti

na srecanjih vlad in organov v zvezi s polprevodniki
(GAMYS)
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